
Tuesday 8 April 2003
7:00 Registration 

8:00 Welcome and Opening Remarks
Dave Davis, Air Force Space and Missile Systems Center
Mel Cohen, The Aerospace Corporation

8:10 Keynote: Systems Engineering Revitalization and Impacts
TToomm  FFiittzzggeerraalldd,,  CCoolloonneell,,  UUSSAAFF  ((RReettiirreedd))
CChhiieeff  ooff  IInntteeggrraattiioonn  aanndd  MMiissssiioonn  AAssssuurraannccee,,  
AAiirr  FFoorrccee  SSppaaccee  aanndd  MMiissssiillee  SSyysstteemmss  CCeenntteerr

8:30 Air Force Space and Missile Systems Center Update
DDaavvee  DDaavviiss,,  AAiirr  FFoorrccee  SSppaaccee  aanndd  MMiissssiillee  SSyysstteemmss  CCeenntteerr

8:45 Radiation-Hardened Electronics Oversight Council (RHOC)
JJoohhnn  IInnggrraamm--CCoottttoonn,,  TThhee  AAeerroossppaaccee  CCoorrppoorraattiioonn

9:05 NASA EEE Parts Assurance Group (NEPAG)
MMiikkee  SSaammppssoonn,,  NNAASSAA  GGooddddaarrdd  SSppaaccee  FFlliigghhtt  CCeenntteerr

9:45 JPL COTS/PEMs Update
SShhrrii  AAggaarrwwaall  aanndd  MMiikkee  SSaannddoorr,,  JJeett  PPrrooppuullssiioonn  LLaabboorraattoorryy

10:05 Break 

10:15 Air Force Research Laboratory Update
CCrreeiigghh  GGoorrddoonn,,  AAiirr  FFoorrccee  RReesseeaarrcchh  LLaabboorraattoorryy

10:35 DTRA Development Update
LLeeww  CCoohhnn,,  DDeeffeennssee  TThhrreeaatt  RReedduuccttiioonn  AAggeennccyy

10:55 WAASP-Wafer Applied Seal for PEM Protection
CChhuucckk  RReeuussnnooww,,  LLoocckkhheeeedd  MMaarrttiinn
PPeettee  BBllaacckk,,  UU..  SS..  AArrmmyy

11:45 Supplier Update (Hybrid and Semiconductor)
RRiicckk  CCaarrrriieerr,,  IInntteerrnnaattiioonnaall  RReeccttiiffiieerr

12:00 Lunch break

1:00 RGA Roulette
TTrreevvoorr  DDeevvaanneeyy,,  HHii--RReell  LLaabboorraattoorriieess

1:20 Addition of Lead to Pure Tin Terminated Chip Size Components
EEdd  LLii,,  AAEEMM

1:40 Radiation Experiments
DDaavvee  MMeesshheell,,  NNoorrtthhrroopp  GGrruummmmaann

2:00 System Manufacturing—Detection of Tin Plating
BBiillll  BBjjoorrnnddaahhll,,  NNoorrtthhrroopp  GGrruummmmaann  SSppaaccee  &&  MMiissssiioonn  SSyysstteemmss
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2:20 Standardization, The First Domino in Dramatically Reducing 
Your Total Cost of Ownership
JJoohhnn  RReennaauuddoo,,  NNoorrtthhrroopp  GGrruummmmaann  SSppaaccee  &&  MMiissssiioonn  SSyysstteemmss

2:40 Break 

3:00 IC Supplier Activities (Today and Future)
MMiikkee  TTeekkuullvvee,,  NNaattiioonnaall  SSeemmiiccoonndduuccttoorr
PPaatt  MMccCCoorrdd,,  AAuussttiinn  SSeemmiiccoonndduuccttoorr

3:40 Optical Leak Detection
JJoohhnn  NNeewwmmaann,,  NNOORR--CCOOMM

4:00 Opto-couplers
JJaammsshheedd  KKhhaann,,  AAggiilleenntt

4:20 Standardized Space Qualified Relays
JJeeffff  BBooyyccee,,  TTyyccoo  CCIIII  RReellaayyss

4:40 Space Qualified Magnetics
AAlllleenn  AAddaammss,,  CCooaasstt//AACCMM  MMaaggnneettiiccss

5:00 Panel Discussion—Passive Device Requirements
John Renaudo, Northrop Grumman

5:30 End of Tuesday Sessions

Wednesday 9 April 2003
7:00 Registration 

8:00 Welcome and Agenda Review
Dave Davis, Air Force Space and Missile Systems Center
Mel Cohen, The Aerospace Corporation

8:10 Japanese System Requirements
TTaakkeesshhii  MMaattssuuookkaa,,  NNAASSDDAA

8:30 System Manufacturer Parts Management
EEdd  OOrrttiizz,,  RRaayytthheeoonn

8:50 A Candidate DC-DC Converter for Hi-Rel
JJooee  CCaassttaallddoo,,  AAeerroofflleexx

9:10 Process-Based Mission Assurance Knowledge Management
JJeennnniiffeerr  JJoonneess,,  NNAASSAA  GGlleennnn  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr

9:40 Upscreening Results on Plastic Encapsulated Microcircuits (PEMs)
CC..  BBuudd  MMccBBrraayyeerr,,  WWyyllee  LLaabboorraattoorriieess

10:00 Break

10:15 IC Supplier Activities (Today and Future)
PPaauull  NNiixxoonn,,  BBaaEE  SSyysstteemmss  MMaannaassssaass
AAll  HHuurrsstt,,  HHoonneeyywweellll  SSSSEECC
CChhuucckk  TTaabbbbeerrtt,,  PPeerreeggrriinnee  SSeemmiiccoonndduuccttoorr

11:15 Aeroflex UTMC RH by Design Product Update
PPeetteerr  MMiilllliikkaann,,  AAeerroofflleexx  UUTTMMCC



11:35 FPGA Post Programming Burn-In—Is It Required?
JJoohhnn  MMccCCoolllluumm,,  AAcctteell

11:55 Lunch break

1:00 Enhanced Plastic and QML Class V Status/Update
WWaallllaaccee  SSccootttt,,  TTeexxaass  IInnssttrruummeennttss

1:20 IC Supplier Activities (Today and Future)
KKeenn  OO’’NNeeiillll,,  AAcctteell
CChhaadd  TThhiibbooddeeaauu,,  MMaaxxwweellll

2:00 Discrete Semiconductor Activities (Today and Future)
DDiicckk  MMaarrttiinn,,  MMiiccrroosseemmii  
RRiicchh  MMoooorree  aanndd  AAllaann  JJoohhnnssoonn,,  SSeemmiiccooaa  SSeemmiiccoonndduuccttoorrss

2:40 The Impact of Lead-Free Conversion on Military and Aerospace Applications
CCoonnssttaannttiinn  RRaauuttaa,,  BBMMPPCCOOEE//CCSSCC

3:00 Passive Parts Update
JJoocceellyynn  SSiipplloonn,,  TThhee  AAeerroossppaaccee  CCoorrppoorraattiioonn

3:15 Break

3:30 Microcircuits Update
LLaarrrryy  HHaarrzzssttaarrkk,,  TThhee  AAeerroossppaaccee  CCoorrppoorraattiioonn

3:50 Discrete Semiconductor Update
MMeell  CCoohheenn,,  TThhee  AAeerroossppaaccee  CCoorrppoorraattiioonn

4:10 Hybrid Update
EEmmaannuueell  BBuuccuurr,,  TThhee  AAeerroossppaaccee  CCoorrppoorraattiioonn

4:30 Wrap-Up and Concluding Remarks
Dave Davis, Air Force Space and Missile Systems Center

4:45 Conclusion
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